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Resumen

La industria manufacturera en Ciudad Juarez enfrenta un reto critico en el ensamblaje de servidores: un
5.9 % de fallas de conectividad en pruebas iniciales (Quick Test), afectando el first-pass yield y aumen-
tando los tiempos de ciclo. Estas fallas se originan por variaciones en el asentamiento de componentes
clave como RAM vy tarjetas PCl, lo que genera retrabajos y costos adicionales. Este proyecto propone
implementar un Disefio de Experimentos (DOE) de Taguchi Dindmico para optimizar el proceso de
ensamblaje y lograr conexiones robustas, insensibles a factores de ruido como humedad, temperatu-
ra y variabilidad del operador. La metodologia incluye modelar la calidad de la conexién (medida en
bps) como respuesta dinamica, identificar factores de control (presién, tiempo de asentamiento, tipo
de guante) y establecer configuraciones éptimas que reduzcan la tasa de fallas en al menos un 3 %.
Se espera que el modelo proporcione estabilidad ante fluctuaciones ambientales, mejore la eficiencia
del proceso y sirva como referencia para estandarizar practicas en la manufactura de servidores de alta
tecnologia.
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La fabrica de servidores Foxconn Ciudad Juarez enfrenta un desafio critico: un 5.9% de fallas de conectividad de hardware en las pruebas de 'Quick Test' (QT),
afectando el first-pass yield y los tiempos de ciclo. Estas fallas se originan en el proceso de ensamblaje por variaciones en el manejo y asentamiento de componentes.
Este proyecto de maestria implementa un Disefio de Experimentos (DOE) de Taguchi Dinamico para abordar este problema.

La metodologia se enfoca en modelar la calidad de la conexion (medida en bps) como una respuesta dinamica, con el objetivo de encontrar las configuraciones de
proceso (factores de control) que hagan la conexién robusta e insensible a las variaciones ambientales (factores de ruido). Se espera una reduccion de la tasa de falla
de al menos 3%, optimizando la eficiencia del proceso mediante la ingenieria de calidad avanzada.

INTRODUCCION

En Ciudad Juarez, la industria manufacturera particularmente el ensamblaje de componentes electrénicos en servidores
juega un papel fundamental en la economia global al mantener varios sistemas en la nube por lo que mantener estandares
de alta calidad y eficiencia es crucial.

En este contexto, las lineas de Foxconn Juarez enfrentan un desafio: 11,908 fallas de conectividad de hardware un 5.9 %
de FR en las estaciones de pruebas durante 2025. estas fallas a raiz de la mala deteccién de componentes clave como la
RAM o tarjetas PCI y requieren reasentamientos manuales, incrementan los tiempos de ciclo y reducen el 'first-pass yield.

Este proyecto de abordara el problema mediante un Disefio de Experimentos (DOE) de Taguchi Dinamico. Esta
metodologia avanzada busca optimizar el proceso de ensamblaje para lograr una conectividad robusta, insusceptible a
variaciones operacionales y ambientales.

OBJETIVOS METODOLOGIA o

El proyecto seguira una serie de pasos para abordar la problematica identificada:

Objetivo General: El DOE de Taguchi Dinamico permitira identificar
las configuraciones éptimas de los factores de control que aseguren

una relacion sefial-respuesta estable y robusta, es decir, que la Paso 1: Identificacion Detallada del Sistema y Variables:

calidad de la conexién sea consistentemente alta y menos sensible a ® - Producto y Proceso: Se identifica el producto clave como los servidores

las inevitables fluctuaciones temporales de la humedad, temperatura y ensamblados y el proceso critico para su evaluacion es la primera estacion de
otras variables. prueba.

» Salida: La calidad de la conectividad se medira en Bps (bits por segundo).

Objetivos Especificos:
+ La fase de control implementara las condiciones 6ptimas
identificadas por el DOE y establecera un monitoreo continuo para

asegurar la sostenibilidad y la robustez de las mejoras logradas en Paso 2: Caracterizacion de la Variabilidad Temporal:

la calidad de la conectividad a lo largo del tiempo. B La variable de respuesta (bps) no son estaticas, sino que presentan variaciones
Factores de rido ) significativas a lo largo del tiempo y bajo distintas condiciones operativas y
e ambientales. Factores como: la humedad, temperatura y la presion ejercida durante
et el el ensamble no son constantes, lo que puede inducir degradacion o fluctuaciones

en el rendimiento.

y: Calidad de la Conexion (bps)

A Paso 3: Modelado:
alisi xperi ion: se utilizara un Disefi xperi
e B Analisis y Experimentacion: se utilizara un Disefio de Experimentos (DOE) de
X1 Guantes (con guante vs Taguchi Dinamico para modelar el comportamiento de la conectividad (bps) en
sin guantes)
LD et funcién de la variacion de factores de ruido (como la humedad y temperatura
Xt Fxtura ambiente) y factores de control (como la presion de ensamble o el tipo de guante) a
RESULTADOS ESPERADOS lo largo del tiempo.
+ Reducci6n Dréstica de la Tasa de Falla en al menos un 3% en el first IIII 10-1og (£) g g: ';e'adc_i"’”t Ssﬁ?:"R“Iido. la que t;“sca mafimizarse'
. n= - log =2 . Pendiente de la relacion senal-respuesta.
pass yield. ® o Varianza del error (impacto del ruido).

* Optimizacién del Tiempo de Ciclo.

CONCLUSIONES

Se espera que el modelo generado mediante el DOE de Taguchi Dindmico sea una + G. Taguchi, S. Chowdhury, S. Taguchi, and Y. Wu, Taguchi’s Quality Engineering Handbook.
herramienta de ingenieria robusta y eficiente. Su valor no radicara Unicamente en Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2005.
la reduccidn de fallas, sino en su capacidad para controlar y estabilizar el » R. K. Roy, A Primer on the Taguchi Method. Dearborn, MI, USA: Society of Manufacturing

Engineers, 2001.
« C. Coombs Jr., Printed Circuits Handbook: Design, Fabrication, and Assembly. New York, NY,
USA: McGraw-Hill, 2008.

comportamiento de la conectividad, incluso ante la presencia de factores de ruido
como las fluctuaciones de temperatura y humedad en la planta.

Este proyecto demostrard la aplicabilidad de metodologias avanzadas de disefio » M. G. Pecht, Ed., Handbook of Electronic Package Design. Boca Raton, FL, USA: CRC Press,
robusto en la manufactura de servidores de alta tecnologia, generando un 2017.
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